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- 회사 소개

주식회사  테스



본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로

그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 

회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ 등과 같은 단어를 

포함합니다.  따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로

포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한, 본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로 당사는 이 자료의 내용에 대하여 어떠한

보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

Disclaimer
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㈜테스 기업소개
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주요연혁

2002년 ㈜테스 설립

2008년 코스닥 시장 상장

2021년 매출 3,700억원 달성

2021년 대한민국 코스닥대상 수상

2022년 코스닥 글로벌 세그먼트 편입

2023년 코스닥 라이징스타 수상

2024년 소부장 으뜸기업 지정(산업통상자원부)

주요 사업분야

경영실적 (최근 5개년)
대표이사 : 주숭일 회장

319 

622 
559 

-59 

373 

2,460 

3,752 
3,580 

1,469 

2,401 

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

영업이익 매출액 (단위 : 억원)

사업분야 Application 주요고객 경쟁사 주요 제품

반도체

메모리
삼성전자
 SK하이닉스

AMAT(미국) 
Lam Research(미국)
TEL(일본)

PECVD 
Dry Cleaning 
BSD(BackSide DeP)
Low-K(2.5~3.0)

LOGIC
Foundry

삼성전자
AMAT(미국) 
Lam Research(미국)
TEL(일본)

PECVD (평가 진행중)
Dry Cleaning
 BSD (평가 진행중)

DISPLAY & UV LED
Tianma, CSOT, 삼성D
Epistar, Osram

AMAT(미국), AMEC(중국)
Axitron(독일)

OLEDoS For XR
MOCVD
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Semiconductor Products

ACL (Amorphous Carbon Layer)

PECVD

Application

- Hardmask

Device

- NAND, DRAM, LOGIC

ARC (Anti Reflection Coating)

Features

- Protective film process for hole etching

- Improved etch selectivity

- LT, MT, HT, VHT (300~650℃)

Application

- Anti-reflection coating

Device

- NAND, DRAM

Features

- Formation of anti-reflection

coating to promote micro patterning

Application

- Backside SiO2, SiN

(Warpage control ±300㎛)

Device

- NAND, DRAM, LOGIC

Features

- Wafer Warpage Control

BSD (Backside Deposition) Low-K

Application

- Low-k 2.5~3.0

Device

- DRAM, LOGIC

Features

- Excellent Film Property

- High Productivity

Application

- Remove Fume

(solid particle, residues)

Device

- NAND, DRAM, LOGIC

Features

- Variable Selectivity to Nitride & Oxide etching

- Excellent Process Performance & Flexibility

Dry Cleaning – GPE
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- 2024년 4분기 실적

주식회사  테스



매출

2,401억원

▲63% YoY

영업이익

373억원

▲ 흑자전환

영업이익률

15.5%

▲ 19.5%p

당기순이익

433억원

▲ 2,666% YoY

Financial Results for 2024
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Financial Results for 4Q24

(단위: 백만원) 4Q23 3Q24 4Q24 QoQ YoY

매출액 26,003 50,792 86,610 71% 233%

영업이익(손실) (7,610) 4,063 20,825 413% 흑자전환

OP % -29% 8% 24% +16%p +53%p

법인세차감전순이익 (7,592) 2,631 24,302 824% 흑자전환

당기순이익 (7,886) 2,490 21,014 744% 흑자전환



■  고객사 증설 및 전환 투자로 인한 

설비 투자 증가

- 매출액 866억원 / 영업이익 208억원

YoY 매출 +233% / 영업이익율 24% 
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4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24

매출액 OP%

■  고객사 Tech 전환 및 신규 투자 수혜, 

신규 장비 매출 기여에 따른 실적 성장

■ 신규 시장 확대 및 장비 개발을 위한

R&D 투자 지속 추진

’24년 4분기 실적

향후 전망 / 추진 전략

< 분기별 매출액 및 영업이익률 >

(단위 : 십억원)

2024.4Q Summary of Sales & Profit
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Sales by Application

49%

63% 59%
64% 63% 64%
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51%

37% 41% 35% 37% 33%

77%

1% 3%
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NAND DRAM LSI&ETC
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<연간 주당배당금 및 시가배당률>

주당배당(원) 시가배당율

(단위 : 원/1주당)
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< 연간 R&D비용 및 매출대비 투자율 >

연구개발비용 계 연구개발비/매출액 비율

Investment points & Competitive edge

■ 12년 연속 배당

■ 배당금 및 시가배당률 장기 우상향

주주환원

■  지속 성장 목표

■ 매출의 10%이상 R&D 투자 

R&D 비율
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